RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - Obudowa do PHCENIX

elektroniki

1227311

CONTACT

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227311

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

_

Korzysci

* Montaz bez uzycia narzedzi

Obudowa na szyne DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B,
4B i 5B); zestaw sktadajacy sie z czesci gornej i uchwytu na PCB; obudowa zgodna z normg
DIN 43880

« Duzo miejsca na dodatkowe potaczenia na uniwersalnych ptytkach perforowanych i ptytkach dodatkowych

* Mozliwos¢ zastosowania listwy GPIO dzieki technice przytgczeniowej serii PTSM

* Proste potaczenie modut-modut dzieki fgczeniu magistrali za pomocg szyn DIN

Dane handlowe

Numer artykutu

Jednostka opakowania

Minimalne zamoéwienie

Uwaga

Klucz sprzedazy

Klucz produktu

GTIN

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
Numer taryfy celnej

Kraj pochodzenia

1227311

10 Szt.

10 Szt.
Produkcja na zamowienie (bez mozliwosci zwrotu)
ACHBAE
ACHBAE
4063151364496
60,29

32,56 g
85389099

DE
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Dane techniczne

Wiasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzaj obudowy

Seria obudéw

Wykonanie

Wymiary
Szerokosc¢

Diugosc¢

Dane materiatu
Kolor (Obudowa)

Materiat obudowy

Jakos¢ powierzchni
Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Warunki otoczenia
Maks. osiggalny kod IP
Temperatura otoczenia (praca)
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)
Temperatura otoczenia (montaz)

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza (sktadowanie/transport)

Montaz

Sposéb montazu

PHCENIX
CONTACT

Gora obudowy

Obudowa na szyne DIN do zastosowania w rozdzielnicach
instalacyjnych wg DIN 43880

BC

Zestaw obudowy

107,6 mm
89,7 mm

czarny (RAL 9005)
Poliweglan
bez obrébki

IP20

-40 °C ... 105 °C (w zaleznosci od mocy traconej)

-40°C...70°C
-56°C...100°C
95 %

Zatrza$niecie
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Dopuszczenia

1 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227311]

-\ UL Recognized
ID dopuszczenia: E240868
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Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-11.0 27182702
ECLASS-13.0 27190201
ETIM
ETIM 9.0 EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0 31261500

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Spetnia wymagania dyrektywy RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Informacja o substanc;ji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
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Tak, Brak zwolnien/wytgczen

EFUP-E

Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci granicznych

Brak substancji o stezeniu masowym powyzej 0,1%
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